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Abstract (en)
The module (12) has a lower platen (28) movable by a drive relative to a frame-fixed upper platen (26) for the execution of a punching stroke (H) for
punching a printing substrate that is passed between the platens, so that the lower platen is engageable to the upper platen. The printing substrate
is processable by a punching tool. A printing substrate transport device (16) guides the printing substrate and is mounted on the lower platen in a
fixed manner. The printing substrate transport device is provided as an indention group that exhibits a driven indention roller. An independent claim
is also included for a flatbed punch for processing a printing substrate.

Abstract (de)
Es wird eine Flachbettstanzmodul (12) zum Stanzen eines Bedruckstoffes offenbart, mit einem Obertiegel (26) und einem Untertiegel (28),
welcher mittels eines Antriebs (32) relativ zum gestellfesten Obertiegel (26) zur Ausführung eines Stanzhubes (H) zum Stanzen des zwischen dem
Obertiegel (26) und dem Untertiegel (28) passierenden Bedruckstoffes bewegbar, so dass der Untertiegel (28) zum Obertiegel (26) anstellbar ist,
wodurch der Bedruckstoff mittels wenigstens eines Stanzwerkzeuges bearbeitbar ist, und mit wenigstens einer Bedruckstofftransporteinrichtung zur
Führung des Bedruckstoffes, wobei die wenigstens eine Bedruckstofftransporteinrichtung am bewegbaren Untertiegel (28) fest aufgenommen ist.
Das Flachbettstanzmodul (12) kann in vorteilhafter Weise in einer Flachbettstanze (10) zur Bearbeitung einer Bedruckstoffbahn (24) zum Einsatz
gelangen.
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